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【出願番号】特願2008-199426(P2008-199426)
【国際特許分類】
   Ｂ２４Ｂ  37/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/304    (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ   7/02     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/40     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２４Ｂ  37/00    　　　Ｍ
   Ｂ２４Ｂ  37/00    　　　Ｐ
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   Ｈ０１Ｌ  21/304   ６２２Ｆ
   Ｂ３２Ｂ   7/02    １０１　
   Ｂ３２Ｂ  27/40    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成23年7月19日(2011.7.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
圧縮弾性率が３ＭＰａ以上１０ＭＰａ以下の研磨層と、圧縮弾性率が２ＭＰａ以上１０Ｍ
Ｐａ以下のクッション層との積層体からなり、最大厚みと最小厚みの差が５０μｍ以下で
かつ、積層体の厚みバラツキをクッション層の厚みで除した値が０．１５以下であること
を特徴とする研磨パッド。
【請求項２】
クッション層が無発泡構造である請求項１記載の研磨パッド。
【請求項３】
クッション層がポリウレタンゴムである請求項１または２記載の研磨パッド。
【請求項４】
研磨層とクッション層が接着剤で積層されている請求項１～３のいずれかに記載の研磨パ
ッド。
【請求項５】
半導体基板の研磨用である請求項１～４のいずれかに記載の研磨パッド。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記課題の解決に本発明は以下の構成からなる。
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「（１）圧縮弾性率が３ＭＰａ以上１０ＭＰａ以下の研磨層と、圧縮弾性率が２ＭＰａ以
上１０ＭＰａ以下のクッション層との積層体からなり、最大厚みと最小厚みの差が５０μ
ｍ以下でかつ、積層体の厚みバラツキをクッション層の厚みで除した値が０．１５以下で
あることを特徴とする研磨パッド。」
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